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Die vorliegende Erfindung betrifft eine LED, bei der min- 
destens ein LED-Die mit einem Die-Attach auf einem LED-PCB 
angeordnet ist und das LED-PCB an der dem LED-Die gegenuber- 
liegenden Seite elektrische Ruckseitenkontakte, die gegebe- 
5 nenfalls als Steckkontakte sind, aufweist. Sie betrifft wel- 
ters eine LED-Lichtquelle mit einer oder mehreren auf einer 
Platine oder einem Stecker angeordneten LEDs der eingangs ge- 
nannten Art, wobei die Platine Kontaktf lachen bzw. der Ste- 
cker Kontakte aufweist, mit denen die LEDs kontaktiert sind. 
10 Sie betrifft schlieftlich auch eine LED-Lichtquelle mit einer 
oder mehreren auf einer Platine oder einem Stecker angeordne- 
ten LEDs , wobei die Platine Kontaktf lachen bzw. der Stecker 
Kontakte aufweist, mit denen die LEDs kontaktiert sind. 
LED-Lichtquellen haben normalerweise folgenden Aufbau: 
15 Der LED-Die ist mittels eines Die-Attachs auf eine Kontakt- 
flache (z.B. Leiterbahn) eines LED-PCBs aufgebracht. (PCB = 
printed circuit board; der Begriff Die-Attach umfasst sowohl 
einen Die-Kleber als auch eine Lot-Verbindung . ) Zusammen mit 
den Riickseitenkontakten des LED-PCB stellt diese Anordnung 

20 eine eigene LED-Lampe dar. Diese LED-Lampe wird mittels einer 
Bestuckungstechnik (z.B. SMT) auf eine Platine assembliert, 
die dann optional mit einem Kuhlkorper verbunden wird. Optio- 
nal kann die Lampe in einem Lampensockel befestigt und kon- 
taktiert werden. Statt auf einer Platine kann die LED auch 

25 auf einem Stecker assembliert werden. 

Urn LED-Anwendungen mit hoher Helligkeit zu realisieren, 
werden immer starkere Hochleistungs-LEDs eingesetzt, auch 
schon mit einer Betriebsleistung von mehr als 1 W e i . Die 
Chipflache dieser LEDs liegt derzeit im Bereich von 1 mm 2 . Es 

30 zeichnet sich der Trend ab, dass in Zukunft die Betriebsleis- 

tun_g_ px o .LED. ^weJJz-ex:.--ex-hoh^wi-rd r --wa-&"-e ine-r-s e-it-s— dn-rchr'-g-ro^'e r~e~ 

Halbleiter und andererseits durch hohere Stromdichten er- 
reicht wird. Speziell letzterer Parameter bewirkt, dass die 
Leistungsdichten von LEDs von derzeit maximal 1-2 W e i/mm 2 in 

35 Zukunft auf uber 4 W e i/nm 2 ansteigen werden. 



C O V t C 

o o c 
c r 
o c< 
r c< c 
coo o r. 

- 3 - 

Allerdings sind fur das Abflihren der Verlustwarme hierzu 
entsprechende Anordnungen zu realisieren, die es gestatten, 
die Warme ausreichend vom Halbleiter abzufuhren. 

Eine zu hohe Erwarmung wahrend des Betriebes der LEDs fiihrt 
5 zu einer Bauteilzerstorung . Aus diesem Grund muss wahrend des 
Betriebes der LED gewahrleistet werden, dass die Temperatur 
an der Sperrschicht des p-n-Ubergangs in der LED nicht liber 
typischerweise 130°C steigt. Dies kann insofern wahrend des 
Betriebes der LEDs eintreten, da nur ein Teil der vom Bauele- 
10 ment aufgenommenen elektrischen Leistung in Licht umgesetzt 
wird, wahrend der andere Teil in Warme umgewandelt wird. 
(Derzeit ist die Leistungsef f izienz von LEDs kleiner als 
10%.) Die Betriebsparameter von LEDs sind daher in Abhangig- 
keit von der Art der Assemblierung, der Einbau- und Umge- 
15 bungsbedingungen derart zu wahlen, dass die Sperrschichttern- 
peratur immer unter 130°C bleibt . 

In gegenstandlicher Erfindung werden Anordnungen vorge- 
stellt, welche die Verlustwarme von LEDs derart effizient ab- 
flihren konnen, dass Leistungsdichten von uber 2 W e i/mm 2 abge- 
20 fiihrt werden konnen. 

Urn die Verlustwarme effizient abzufuhren, muss der thermi- 
sche Widerstand der Anordnung optimiert werden. Wenn die 
Warme ohne hohe Temperaturabf alle auf den LED-Trager ubertra- 
gen werden kann, bleibt die Sperrschicht unter der maximal 
25 zulassigen Temperatur. Der wesentliche physikalische Parame- 
ter ist also der thermische Widerstand, gemessen in K/W. 

Anordnungen und Aufbauten, wie diese derzeit fur High- 
Power-LEDs Stand der Technik sind, weisen in optimierten An- 
ordnungen typisch einen thermischen Widerstand von mehr als 
30 20K/W (Ubergang Junction zu LED Tragermaterial ) auf. Dies be- 
deutet, _dass___der T empera turunterschied zwis che p^<±era. JtF,D-Tra- 
ger und der aktiven Zone der LED - bei Betrieb mit 5 W e i - 
mehr als 100K betragt . Ausgehend von einer maximal' zulassigen 
Sperrschichttemperatur fur Langzeitanwendungen von 130°C be- 
35 deutet dies, dass bei Temperaturen uber 30°C ein Einsatz un- 
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moglich ist, und daher ist diese LED fur viele technische An- 
wendungen (Automobil, Verkehr) ungeeignet . 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine LED bzw. 
eine LED-Lichtquelle der eingangs genannten Art zu schaffen, 
5 bei der der thermische Widerstand geringer ist als gemafr dem 
Stand der Technik. 

Diese Aufgabe wird durch eine LED der eingangs genannten 
Art erf indungsgemafi dadurch geldst, dass die Ruckseitenkon- 
takte mindestens die halbe Flache, vorzugsweise bis auf not- 
10 wendige Ausnahmen die gesamte Flache des LED-PCB abdecken. 

Die notwendigen Ausnahmen sind z.B. die zur elektrischen Iso- 
lation notwendigen Beabstandungen von Leiterbahnen auf unter- 
schiedlichem elektrischen Potential. 

Bisher wurden die Kontaktf lachen immer nur im Hinblick auf 
15 den elektrischen Widerstand dimensioniert und daher mit im 

Verhaltnis zur Erfindung geringerer Querschnittsf lache ausge- 
fuhrt. Erf indungsgemafi sollen diese Kontaktf lachen aber mog- 
lichst groB sein, wodurch der thermische Widerstand entspre- 
chend herabgesetzt wird. Dabei ist es gunstig, dass die ther- 
20 mische und elektrische Leitung senkrecht durch das Tragerma- 
terial durchgefiihrt wird. Derart kann ein moglichst kompakter 
Aufbau (ohne raumlich ausgedehnte seitliche Kontakte) reali- 
siert werden. 

Es ist gunstig, wenn die Ruckseitenkontakte mit den Kon- 
25 taktflachen auf der dem LED-Die zugewandten Seite seitlich 

des LED-PCB thermisch und gegebenenf alls elektrisch verbunden 
sind. Dies verbessert nicht nur den thermischen Widerstand, 
sondern auch die Lot- und Kontaktiereigenschaf ten . 

Bei isolierenden Platinen (z.B. bei organischen LED-PCBs) 
30 bringt man den LED-Die normalerweise auf einer Leiterbahn an. 
_ Bei _ Metallkernpl at inen m ussen die Leit^bahnen _al lerd ing _s_ge_- 
genliber dem Metallkern isoliert sein. Diese Isolier schicht 
erhoht natiirlich den thermischen Widerstand. Aus diesem 
Grunde ist es zweckmaMg, dass ~ wenn es sich bei dem LED-PCB 
35 urn eine Metallkernplatine handelt - der LED-Die direkt auf 
dem Metallkern angebracht ist. 
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Alternativ dazu kann man bei einer Metallkernplatine zwi- 
schen den Leiterbahnen und deru Metallkern ein elektrisch 
nichtlineares Isolatormaterial anordnen. Da LEDs mit relativ 
geringer Spanning betrieben werden, kann man das Isolatorma- 
terial prinzipiell sehr dunn ausfuhren, ohne dass im Betrieb 
ein Durchschlag zu befiirchten ist. Allerdings kann beim Han- 
tieren z.B. durch statische Aufladung eine hohere Spannung 
entstehen, die bei dunnem Isolatormaterial zu einem Durch- 
schlag fuhren und damit die LED unbrauchbar machen konnte. 
Dies wird mit einem elektrisch nichtlinearen Isolatormaterial 
verhindert, well dieses ab einer bestimmten Spannung leitend 
wird. Dadurch wird statische Elektrizitat abgeleitet, ohne 
dass ein Schaden entsteht. Mit einem elektrisch nichtlinearen 
Isolatormaterial kann man also mit einer geringeren Dicke 
auskommen, was den thermischen Widerstand entsprechend redu- 
z-iert . 

Wenn der LED face-down auf dem LED-Die montiert ist, ist 
die Lichtausbeute hoher, well dann kein Licht von den sonst 
notwendigen Bond-Drahten abgeschattet wird. 

Bei einer LED-Lichtquelle der ersten eingangs genannten Art 
wird die oben .genannte Auf gabe erf indungsgemaft dadurch ge- 
lost, dass die Riickseitenkontakte der LEDs auf mindestens der 
halben Flache des LED-PCB, vorzugsweise bis auf die notwendi- 
gen Ausnahmen vollflachig mit den Kontaktf lachen bzw. den 
Kontakten verlotet sind. 

Bei einer LED-Lichtquelle der zweiten eingangs genannten 
Art sind erf indungsgemafl die LED-Dies mit einem Die-Attach 
direkt auf der Platine bzw. auf dem Stecker aufgeklebt. 

GemaB dieser Ausf uhrungsf orm bilden die LEDs also keine ei- 
genstandigen mechanischen Teile mehr, es dient vielmehr die 
Platine (bzw. der Stecker) gleichzeitig als L E D - P C Bj_JD amijL_— 
fallt der thermische Widerstand der LED-PCBs und der Lotpads 
(oder wie immer bisher die Kontaktierung mit der Platine er- 
folgt ist) weg. 

Auch hier wird dieselbe erf inderische Idee verwirklicht : 
die thermische Leitung wird senkrecht durch das Tragermate- 
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rial durchgef uhrt r und zwar liber die gesamte Querschnittf la- 
che des LED-Dies . Derart kann - wie erwahnt ~ ein moglichst 
kompakter Aufbau (ohne raumlich ausgedehnte seitliche Kon- 
takte) realisiert werden. 
5 Auch in diesem Fall ist es zweckmafiig, dass - wenn die Pla- 
tine eine Metallkernplatine ist - die LED-Dies direkt auf dem 
Metallkern angebracht sind oder dass zwischen den Leiterbah- 
nen und dem Metallkern ein elektrisch nichtlineares Isolator- 
material angeordnet ist. 

10 Es ist gunstig, wenn auf der Riickseite der Platine ein 
Kuhlkorper angeordnet ist. Dadurch wird die Warme von der 
Platine abgefuhrt, ohne dass dazu Platz auf der Vorderseite 
der Platine notwendig ist. Der Kuhlkorper kann jeglicher me- 
tallische Funktionskorper (z.B. ein Gehause) und mit beliebi- 

15 ger Verbindungstechnik thermisch mit der Platine verbunden 
■ sein . 

In diesem Fall ist es welters gunstig, wenn die Platine 
und/oder das LED-PCB Durchkontaktierungen zur Erhohung der 
Warmeleitf ahigkeit aufweist, wobei vorzugsweise die Durchkon- 

20 taktierungen einen Durchmesser von weniger als 100 \im aufwei- 
sen. Dies gilt insbesondere fur Platinen aus organischem Ma- 
terial, deren. thermische Leitf ahigkeit an sich schlecht ist.' 

Anhand der beiliegenden Zeichnungen wird die Erfindung na- 
her erlautert. Es zeigt: Fig. 1 eine erste Ausf iihrungsf orm 

25 einer erf indungsgemalJen LED-Lichtquelle ; Fig. 2 eine Abande- 
rung der in Fig. 1 dargestellten LED; Fig. 3 eine weitere Ab- 
anderung der in Fig. 1 dargestellten LED; Fig. 4 eine zweite 
Ausf iihrungsf orm einer er f indungsgemaften LED-Lichtquelle ; und 
Fig. 5 eine Abanderung dieser LED-Lichtquelle, ohne Kuhlkor- 

30 per dargestellt. 

GemaB Fig. 1 ist ein LED-Die 3 ( Rth,LBD-p ie) mittel s eines 





Die-Klebers 4 (Rth.Die-Kieber) auf eine Kontaktf lache (z.B. Lei- 
terbahn 5) eines LED-PCB 6 ( Rth, led-pcb ) aufgebracht. Der LED- 
Die 3 in Fig. 1 ist face-up montiert und uber Bond-Drahte 2 
35 mit den Kontaktf lachen (Leiterbahn 5) verbunden. Alternativ 
hierzu kann dieser auch in einer Face Down Montage direkt auf 



O c« o O p (-or. O r c c 

c < c c c o ' 

p t. n c i,co 

3 p D C O f 

pc c- c c< c o c- ( . e o 



- 7 - 

dem LED-PCB angeordnet sein bzw. dieser auf einem Die-Traeger 
Face Down befestigt sein, und letzterer dann auf der LED PCB 
angeordnet sein. Zusammen mit den Riickseitenkontakten 7 
(Rth,L6t P ads) des LED-PCB 6 stellt diese Anordnung eine eigene 
5 LED- Lamp e dar. Zur weiteren Verarbeitung kann diese LED-Lampe 
mittels einer Besttickungstechnik (z.B. SMT ) auf eine Platine 
9 (Rth, P aatine) assembliert werden, die dann optional mit einem 
Kuhlkorper 11 verbunden wird, z.B. iiber eine Lotflache 10 

(Rth,Lotflache) - 

10 Der LED-Die 3 1st normalerweise in einem Material 1 mit 

entsprechenden optischen Eigenschaf ten eingegossen. Der LED- 
Die kann auoh - wie bekannt - in einen Reflektor eingesetzt 
werden. Selbstverstandlich kdnnen auch mehrere LED-Dies zu- 
sammen eingegossen oder in einen Reflektor eingesetzt werden. 
15 Der typische thermische Widerstand der Gesamtanordnung ge- 
maiJ Fig. 1 setzt sich wie folgt zusammen: 

Rth = Rth, LED-Die (4 K/W ) +R th> Dle _ Kleber (2 K/W ) +R th , LED _ PCB ( 5 K/W) + 
Rth,L5tpad S (3 K/W) + R th;Platine (2 K/W)+ R th ,L 0 tfi a che (2 K/W) = 
18 K/W 

20 Urn die Verlotungseigenschaf ten und die Warmeabfuhr iiber die 
Ruckseite zu verbessern, 1st es (speziell bei Keramikplatinen • 
und organischen PCBs) zweckmaMg, seitiiche Kontaktschichten 
12 (siehe Fig. 2) auszuftihren, die die Oberseite des PCB mit 
der Unterseite des PCB thermisch und gegebenenf alls elekt- 

25 risch verbinden. Hierdurch konnen die Loteigenschaf ten der 
LED-Anordnung sowohl bei manuellem Loten als auch in einer 
automatischen Anlage (SMT Wellen- oder Reflowloten) durch 
besseren Lotangriff sowie bessere thermische Verteilung ver- 
bessert werden. Welters ist die Lotstelle besser von auJJen zu 

30 beurteilen. 

^^^.SL^_ist_^er_LED-Die 3 nicht auf eine Leiterbahn 5 



aufgesetzt, sondern direkt auf den Kern des LED-PCB 6. Dies 
ist insbesondere bei Metallkernplatinen sinnvoll, well hier 
zwischen den Leiterbahnen 5 und dem Metallkern eine diinne 
35 Isolationsschicht notwendig ist, urn die Leiterbahnen 5 elekt- 
risch zu isolieren. Diese Isolationsschicht erhdht auch den 
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thermischen Widerstand, sodass die direkte Anordnung des LED- 
Dies 3 auf dem Metallkern des LED-PCB 6 einen kleineren ther- 
mischen Widerstand aufweist. 

Gemafi Fig. 4 bilden die LEDs keine eigenstandigen mechani- 
5 schen Komponenten mehr, sondern es sind die LED-Dies 3 direkt 
auf die Platine 9 aufgeklebt. Der LED-Die 3 ( Rth, LED-Die ) ist 
also mittels eines Die-Klebers 4 (R t h,Die-Kieber) auf eine Kon- 
taktflache (z.B. Leiterbahn 5) der Platine 9 (R t h,piatine) auf- 
gebracht. Die Riickseite der Platine 9 ist iiber eine Ldtflache 
10 10 (Rtn,u»tii»ch.) an einen Kuhlkorper 11 thermisch angekoppelt. 
Die Kontaktierung des LED-Die erfolgt iiber Kontakt stellen 13 
auf der Vorderseite der Platine 9. 

Der LED-Die ist normalerweise in einem. Material 1 mit ent- 
sprechenden optischen Eigenschaf ten eingegossen. Der LED-Die 
15 kann auch - wie bekannt - in einen Reflektor eingesetzt wer- 
den. Auch bei dieser Ausf uhrungsf orm konnen mehrere LED-Dies 
zusammen eingegossen oder in einen Reflektor eingesetzt wer- 
den . 

Der typische thermische Widerstand der Gesamtanordnung ge- 
20 mafi der Fig. 4 setzt sich wie folgt zusammen: 

Rth = Rth, LED-Die (4 K/W ) +R t h, Die-Kleber (?- K/W ) +R t h, Platine (5 K/W) + 

Rth,L5tfi a che (2 K/W) = 13 K/W 

GemaJi Fig. 5 ist - analog wie bei Fig. 3 - der LED-Die 3 
nicht auf eine Leiterbahn 5 aufgesetzt, sondern direkt auf 

25 den Kern des LED-PCB 6. Dies ist wiederum besonders bei Me- 
tallkernplatinen sinnvoll, well hier zwi schen den Leiterbah- 
nen 5 und dem Metallkern eine diinne Isolationsschicht notwen- 
dig ist, die den thermischen Widerstand erhoht. 

In den Ausf iihrungsbeispielen ist immer von Die-Kleber die 

30 Rede, die Dies konnen aber alternativ dazu auch angelotet 

sein. _.. 



"itallen thermischen Widerstand fur Hochleistungsanwendungen 
zu optimieren, sind die thermischen Widerstande der Einzel- 
komponenten moglichst gering zu halten. 
35 Hierbei ist zu berilcksichtigen, dass durch eine Vergrofie- 
rung der Flache der Komponenten nach dem Obergang zum LED- 
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Trager zwar der thermische Widerstand linear abnirmnt, ander- 
sexts im Hinblick auf eine hohe Integrationsdichte eine Ver- 
grdBerung dieser Flache fur viele Anwendungen unerwunscht 
1st . 

Es 1st daher gunstiger, die materialspezif ische thermische 
Lextfahigkeit der einzelnen Materialien zu optimieren bzw 
daruber hinaus die Schichtdicke der Komponenten moglichst 
dunn zu wahlen.. 

Folgende Moglichkeiten bieten sich an: 

I Einsatz von Leitkleber d < 10 urn mit Leitf ahigkeit iiber 
2 W/mK 

II Einsatz. von Lot kontaktschichten mit thermischer Leitfa- 
higkeit tiber- 20 W/mK und einer Schichtdicke unter 30 urn 

III Kontaktf lache/Tragermaterial 

15 Grundsatzlich kbnnen hierzu folgende verschiedene Materia- 
lien eingesetzt werden: 

111.1 Keramiken 

Die Keramik weist ein Keramiksubstrat mit Dunnschicht- oder 
Dickschichtmetallisierung auf. Urn die hohen Leistungsdichten 
20 abzufuhren, werden bevorzugt A1N oder BN eingesetzt, bzw. man 
■ verwendet AlO in sehr dunnen Schichten. 

111. 2 Metallkernplatinen 

• Metallkernplatinen bestehen z.B. aus Cu oder Al . Diese wer- 
den mit nichtleitenden Schichten versehen, und darauf sind 
25 dann Leiterbahnen angeordnet (entweder galvanisch oder durch 
Beschichten mittels einer Klebe-/Schweiiimethode ) . 

Die Isolationsschicht kann entweder aus organischen Materi- 
alien oder dunnen Keramiken bestehen (letztere ist z.B. auf 
den Metalltrager auf geschlemmt bzw. mit eingebrannten Kera- 
30 miktapes beschichtet) . 

thermischen ^Jiders tand der An ordnung weiter zu opti- 
mieren, sind bevorzugt moglichst diinne nichHIIt^nde^cliich^ 
ten einzusetzen (diinner als 50 urn) . Dies ist bei LED-Anwen- 
dungen grundsatzlich moglich, da LEDs typischer Weise mit ei- 
35 ner Gleichspannung von wenigen Volt betrieben werden, sodass 
keine hohen Durchschlagsf eldstarken auftreten. Allerdings 



kann es beim Hantieren mit der Leiterplatte zu elektrischen 
Entladungen kommen . Urn diese elektrischen Entladungen abzu- 
fuhren, werden in einer bevorzugten Variante der Erfindung 
die Isolatorschichten der Metallkernplatine elektrisch nicht- 
linear in einer Art ausgefiihrt, dass diese bei geringen Span- 
nungen (z.B. unter 100 V) elektrisch isolieren, wahrend diese 
bei hohen Spannungen (z.B. iiber 100 V) elektrisch leitend 
werden. Derartige elektrisch nichtlineare Materialien sind ira 
Stand der Technik bekannt. Alternativ dazu kann der LED-Die 
direkt auf den Metallkern aufgesetzt werden (Fig. 3 und 5) . 
Hierbei werden die geringsten thermischen Widerstande er- 
•zielt, und man kann ohne Probleme die Isolatorschichten dick 
ausf iihren . 

Der Nachteil dieser Anordnung ist, dass fur den-Aufbau ge- 
mafl Fig. 1 gesonderte Aufwendungen notwendig sind, um die 
elektrische Kontaktierung iiber die Riickseite vorzunehmen. 

Dies kann z.B. durch Anordnen von nach auften isolierenden 
Metallzylindern, die von oben und unten kontaktiert werden 
konnen, erfolgen. 

III. 3 Organische PCBs 

Im Gegensatz zu den oben dargestellten Varianten ist die 
thermische Leitf ahigkeit des Tragermaterials eines organi- 
schen PCB sehr schlecht (nur 0,1-0,2 W/mK) . Um mit diesen Ma- 
terialien dennoch eine ausreichende thermische Leitf ahigkeit 
zu realisieren, kann man in der unmittelbaren Nahe des Die 
Durchkontaktierungen vorsehen, die zumindest teilweise mit Cu 
gefiillt sind. Je hoher die Anzahl der Durchkontaktierungen, 
umso geringer wird der thermische Widerstand. Um die Warme 
hierzu ausreichend zu spreizen, sind Metallisierungsschicht- 
dicken von iiber 100 pm, bevorzugt iiber 200 um notwendig. Ty- 
p i s cherwe i a e _we isen diese Kana 1 ^ejjien_DH£i23am§ - s -5 .r-y-Qn-exnl=- 
gen Zehntel mm auf. In einer optimierten Variante betragt der 
Durchmesser der Kanale nur wenige Mikro- oder Nanometer. 
Derart wird ein Substrat mit sehr hoher anisotroper 
elektrischer und thermischer Leitf ahigkeit realisiert. 

Wien, am 11. Juli 2003 
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Ein LED-Die (3) ist mit einem Kleber (4) auf einem LED-PCB 
(6) angeordnet. Das LED-PCB (6) weist an der dera LED-Die (3) 
gegeniiberliegenden Seite Riickseitenkontakte (7) auf. Dadurch 
wird eine eigenstandige LED-Lampe gebildet, die z.B. durch 
SMT auf einer Platine (9) angebracht werden kann bzw. in 
einen Lampensockel eingefuhrt werden kann. Erf indungsgemaJJ 
decken die Riickseitenkontakte (7) mindestens die halbe 
Flache, vorzugsweise bis auf notwendige Ausnahmen die gesamte 
Flache des LED-PCB (6) ab . Dadurch kann die Warrae mit 
geringem thermischem Widerstand abgeleitet werden. Nach einer 
anderen Ausf uhrungsf orra der Erfindung weist eine LED- 
Lichtquelle auf einer Platine (9) oder einem Stecker LEDs 
auf, wobei die LED-Dies (3) mit einem Kleber (4) direkt auf 
der Platine (9) bzw. auf dem Stecker aufgeklebt sind. Die LED 
ist somit kein eigenstandiges Bauelement mehr, sondern die 
Platine (9) bzw. der Stecker ubernimmt gleichzeitig die 
Funktion der bisherigen LED-PCBs. Vorzugsweise ist auf der 
Ruckseite der Platine (9) ein Kiihlkorper (11) angeordnet. In 
diesem Fall ist es zweckmaflig, wenn die Platine (9) 
Durchkontaktierungen zur Erhdhung der Warmelei t f ahigkeit 
auf weist . 
.(Fig. 1) 
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PATENTANSPRUCHE : 

1- LED, bei der mindestens ein LED-Die (3) mit einem Die- 
Attach (4) auf einem LED-PCB (6) angeordnet ist und das 
LED-PCB (6) an der dem LED-Die (3) gegeniiberliegenden 
Seite elektrische Riackseitenkontakte (7), die gegebenen- 
falls als Steckkontakte ausgebildet sind, aufweist, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Riackseitenkontakte (7) 
mindestens die halbe Flache, vorzugsweise bis auf notwen 
dige Ausnahmen die gesamte Flache des LED-PCB (6) abde- 
cken. (Fig. 1-3) 

2. LED nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Riackseitenkontakte (7) mit den Kontaktf lachen (Leiterbah 
nen 5) auf der dem LED-Die zugewandten Seite seitlich de 
LED-PCB (6) thermisch und gegebenenf alls elektrisch ver- 
bunden sind. (Fig. 2) 

3. LED nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
LED-PCB (6) eine Metallkernplatine ist und dass der LED- 
Die (3) direkt auf dem Metallkern angebracht ist. 

(Fig. 3) 

4. LED nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
LED-PCB (6) eine Metallkernplatine ist und dass zwischen 
den Leiterbahnen und dem Metallkern ein elektrisch nicht- 
lineares Isolatormaterial angeordnet ist. 

5. LED nach einem der Anspruche 1-4, dadurch gekennzeichnet, 
dass der LED-Die face-down auf dem LED-Die montiert ist. 

ll^^i^i:^ Pia-t-in-e- 
(9) oder einem Stecker angeordneten LEDs nach einem der 
Anspruche 1 bis 5, wobei die Platine (9) Kontaktf lachen 
(Leiterbahnen 8) bzw. der Stecker Kontakte aufweist, mit 
denen die LEDs kontaktiert sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Riackseitenkontakte (7) der LEDs auf mindestens 



der halben Flache des LED-PCB, vorzugsweise bis auf die 
notwendigen Ausnahmen vollflachig mit den Kontaktf lachen 
bzw. mit den Kontakten verlotet sind. (Fig. 1) 
LED-Lichtquelle mit einer oder mehreren auf einer Platine 
(9) oder einem Stecker angeordneten LEDs, wobei die Pla- 
tine (9) Kontaktf lachen (Leiterbahnen 5) bzw. der Stecker 
Kontakte aufweist, mit denen die LEDs kontaktiert sind, 
dadurch gekennzeichnet , dass die LED-Dies (3) mit einem 
Die-Attach (4) direkt auf der Platine (9) bzw. auf dem 
Stecker aufgeklebt sind. (Fig. 4, 5) 

LED-Lichtquelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Platine (9) eine Metallkernplatine ist und dass 
die LED-Dies (3) direkt auf dem Metallkern angebracht 
sind™ (Fig. 5) 

LED-Lichtquelle nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Platine (9) eine Metallkernplatine ist und dass 
zwischen den Leiterbahnen und dem Metallkern ein elekt- 
risch nichtlineares Isolatormaterial angeordnet ist. 
LED-Lichtquelle nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auf der Ruckseite der Platine (9) ein 
Kiihlkorper (11) angeordnet ist. (Fig. 1, -4) 
LED-Lichtquelle nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Platine (9) und/oder das LED-PCB ("6) Durchkon- 
taktierungen zur Erhohung der Warmeleit f ahigkeit auf- 
weist, wobei vorzugsweise die Durchkontaktierungen einen 
Durchmesser von weniger als 100 pm aufweisen. 
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Fig. 3 




Fig. 5 



